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(57)【要約】
【課題】基板サイズを大きくすることなく、同一基板で
複数のＬＥＤの直列接続と並列接続とを切り替えること
ができる実装基板及び発光装置等を提供する。
【解決手段】基板１０と、基板１０における所定の発光
領域Ｅに実装された複数のＬＥＤ５０と、複数の発光素
子ＬＥＤの電気的な接続を並列又は直列に切り替えるた
めの切り替え配線３０とを備え、切り替え配線３０は、
所定の発光領域Ｅに形成されている。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板における所定の発光領域に実装された複数の発光素子と、
　前記複数の発光素子の電気的な接続を並列又は直列に切り替えるための切り替え配線と
を備え、
　前記切り替え配線は、前記所定の発光領域に形成されている
　発光装置。
【請求項２】
　前記複数の発光素子は、直列接続された複数の第１発光素子と、直列接続された複数の
第２発光素子とを含む
　請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　直列接続された前記複数の第１発光素子のうちの少なくともいくつかは、第１素子列と
して直線状に配列されており、
　直列接続された前記複数の第２発光素子のうちの少なくともいくつかは、第２素子列と
して直線状に配列されており、
　前記切り替え配線は、前記第１素子列と前記第２素子列との間に直線状に形成された直
線部を有する
　請求項２に記載の発光装置。
【請求項４】
　さらに、前記基板に直線状に形成された封止部材を備え、
　前記第１素子列における前記複数の第１発光素子及び前記第２素子列における前記複数
の第２発光素子の各々は、前記封止部材によって一括封止されている
　請求項３に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記封止部材は、前記直線部と並行して形成されている
　請求項４に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記封止部材の幅方向の端部は、前記直線部の幅方向の端部の上方に位置する
　請求項５に記載の発光装置。
【請求項７】
　前記直線部は、絶縁膜によって被覆されている
　請求項４～６のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項８】
　前記封止部材には、波長変換材が含まれる
　請求項４～７のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項９】
　さらに、
　前記基板に設けられた一対の給電端子と、
　前記一対の給電端子の一方と電気的に接続され、かつ、前記基板上に所定形状で形成さ
れた第１給電配線と、
　前記一対の給電端子の他方と電気的に接続され、かつ、前記基板上に所定形状で形成さ
れた第２給電配線とを備え、
　前記切り替え配線の一端部は、前記第１素子列における先頭又は最後尾の前記第１発光
素子に接続することができ、
　前記切り替え配線の他端部は、前記第２素子列における最後尾又は先頭の前記第２発光
素子に接続することができる
　請求項３～８のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１０】
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　前記切り替え配線の一端部及び他端部には、ワイヤが接続される第１接続パッドが設け
られており、
　前記第１給電配線及び前記第２給電配線の一方の端部には、ワイヤが接続される第２接
続パッドが設けられており、
　前記切り替え配線の一端部における前記第１接続パッドは、前記第１給電配線の前記第
２接続パッドと、前記第２素子列における先頭又は最後尾の前記第２発光素子との間に配
置されており、
　前記切り替え配線の他端部における前記第１接続パッドは、前記第２給電配線の前記第
２接続パッドと、前記第１素子列における最後尾又は先頭の前記第１発光素子との間に配
置されている
　請求項９に記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記切り替え配線の端部には、前記第１発光素子又は前記第２発光素子とワイヤ接続さ
れる第１接続パッドが設けられており、
　前記第１接続パッドは、隣り合う２つの前記第１発光素子の間又は隣り合う２つの前記
第２発光素子の間に配置されている
　請求項３～８のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１２】
　前記複数の第１発光素子同士及び前記複数の第２発光素子同士は、ワイヤによって接続
されている
　請求項２～１１のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１３】
　前記複数の第１発光素子と前記複数の第２発光素子とは、同じ向きで配置されている
　請求項２～１２のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１４】
　前記複数の第１発光素子及び前記複数の第２発光素子は、同一の電源から電力が供給さ
れる
　請求項２～１３のいずれか１項に記載の発光装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の発光装置を備える
　照明装置。
【請求項１６】
　複数の発光素子を所定の発光領域に実装するための実装基板であって、
　基板と、
　前記複数の発光素子の電気的な接続を並列又は直列に切り替えるための切り替え配線と
を備え、
　前記切り替え配線は、前記所定の発光領域に形成されている
　実装基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置及びこれを用いた照明装置、並びに実装基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）等の半導体発
光素子は、高効率で省スペースな光源として照明用途やディスプレイ用途等の各種装置に
広く利用されている。
【０００３】
　例えば、ＬＥＤは、白熱電球や蛍光灯等の既存ランプに代替する照明装置、あるいは、
ダウンライトやスポットライトのように天井に埋込配設されて下方に光を照射する天井埋
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込型照明装置等に用いられている（例えば特許文献１）。
【０００４】
　ＬＥＤは、ＬＥＤモジュール（発光装置）としてユニット化されて各種装置に内蔵され
ている。このようなＬＥＤモジュールには、複数のＬＥＤチップを直接基板に実装した構
造であるＣＯＢ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｂｏａｒｄ）構造の発光装置、又は、個別パッケージ
化されたＳＭＤ（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）型のＬＥＤ素子を基板上
に複数個実装した構造であるＳＭＤ構造の発光装置がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－２１０６２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来のＬＥＤモジュールでは、仕向け地（外国等）や用途（製品）等の仕様ごとに、基
板サイズを変更したり、ＬＥＤの配列や接続形態（直列／並列接続）を変更したり、配線
パターンを変更したりしている。このため、ＬＥＤモジュールが少量多品種化してコスト
高になるという問題がある。
【０００７】
　ＬＥＤの配列や配線パターンのレイアウトの自由度を高めるために、例えば、基板サイ
ズを大きくすることが考えられる。しかしながら、発光装置としては小型化が要望されて
いるので、基板サイズを単純に大きくすることもできない。
【０００８】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、基板サイズを大きく
することなく、同一基板で複数の発光素子の直列接続と並列接続とを切り替えることがで
きる発光装置等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る発光装置の一態様は、基板と、前記基板にお
ける所定の発光領域に実装された複数の発光素子と、前記複数の発光素子の電気的な接続
を並列又は直列に切り替えるための切り替え配線とを備え、前記切り替え配線は、前記所
定の発光領域に形成されていることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、前記複数の発光素子は、直列接続され
た複数の第１発光素子と、直列接続された複数の第２発光素子とを含む、としてもよい。
【００１１】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、直列接続された前記複数の第１発光素
子のうちの少なくともいくつかは、第１素子列として直線状に配列されており、直列接続
された前記複数の第２発光素子のうちの少なくともいくつかは、第２素子列として直線状
に配列されており、前記切り替え配線は、前記第１素子列と前記第２素子列との間に直線
状に形成された直線部を有する、としてもよい。
【００１２】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、さらに、前記基板に直線状に形成され
た封止部材を備え、前記第１素子列における前記複数の第１発光素子及び前記第２素子列
における前記複数の第２発光素子の各々は、前記封止部材によって一括封止されている、
としてもよい。
【００１３】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、前記封止部材は、前記直線部と並行し
て形成されている、としてもよい。
【００１４】
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　また、本発明に係る発光装置の一態様において、前記封止部材の幅方向の端部は、前記
直線部の幅方向の端部の上方に位置する、としてもよい。
【００１５】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、前記直線部は、絶縁膜によって被覆さ
れている、としてもよい。
【００１６】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、前記封止部材には、波長変換材が含ま
れる、としてもよい。
【００１７】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、さらに、前記基板に設けられた一対の
給電端子と、前記一対の給電端子の一方と電気的に接続され、かつ、前記基板上に所定形
状で形成された第１給電配線と、前記一対の給電端子の他方と電気的に接続され、かつ、
前記基板上に所定形状で形成された第２給電配線とを備え、前記切り替え配線の一端部は
、前記第１素子列における先頭又は最後尾の前記第１発光素子に接続することができ、前
記切り替え配線の他端部は、前記第２素子列における最後尾又は先頭の前記第２発光素子
に接続することができる、としてもよい。
【００１８】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、前記切り替え配線の一端部及び他端部
には、ワイヤが接続される第１接続パッドが設けられており、前記第１給電配線及び前記
第２給電配線の一方の端部には、ワイヤが接続される第２接続パッドが設けられており、
前記切り替え配線の一端部における前記第１接続パッドは、前記第１給電配線の前記第２
接続パッドと、前記第２素子列における先頭又は最後尾の前記第２発光素子との間に配置
されており、前記切り替え配線の他端部における前記第１接続パッドは、前記第２給電配
線の前記第２接続パッドと、前記第１素子列における最後尾又は先頭の前記第１発光素子
との間に配置されている、としてもよい。
【００１９】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、前記切り替え配線の端部には、前記第
１発光素子又は前記第２発光素子とワイヤ接続される第１接続パッドが設けられており、
前記第１接続パッドは、隣り合う２つの前記第１発光素子の間又は隣り合う２つの前記第
２発光素子の間に配置されている、としてもよい。
【００２０】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、前記複数の第１発光素子同士及び前記
複数の第２発光素子同士は、ワイヤによって接続されている、としてもよい。
【００２１】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、前記複数の第１発光素子と前記複数の
第２発光素子とは、同じ向きで配置されている、としてもよい。
【００２２】
　また、本発明に係る発光装置の一態様において、前記複数の第１発光素子及び前記複数
の第２発光素子は、同一の電源から電力が供給される、としてもよい。
【００２３】
　また、本発明に係る照明装置の一態様は、上記いずれかに記載の発光装置を備えること
を特徴とする。
【００２４】
　また、本発明に係る実装基板の一態様は、複数の発光素子を所定の発光領域に実装する
ための実装基板であって、基板と、前記複数の発光素子の電気的な接続を並列又は直列に
切り替えるための切り替え配線とを備え、前記切り替え配線は、前記所定の発光領域に形
成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、基板サイズを大きくすることなく、同一基板で複数の発光素子の直列
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接続と並列接続とを切り替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る実装基板の平面図である。
【図２Ａ】図２Ａは、１１直４並（１１ｓ１１ｐ）接続とした場合における本発明の実施
の形態１に係る発光装置の平面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、１１直４並（１１ｓ１１ｐ）接続とした場合における本発明の実施
の形態１に係る発光装置の電気回路図である。
【図３Ａ】図３Ａは、図２ＡのＡ－Ａ’線における本発明の実施の形態１に係る発光装置
の断面図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図２ＡのＢ－Ｂ’線における本発明の実施の形態１に係る発光装置
の断面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、２２直２並（２２ｓ２ｐ）接続とした場合における本発明の実施の
形態１に係る発光装置の平面図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、２２直２並（２２ｓ２ｐ）接続とした場合における本発明の実施の
形態１に係る発光装置の電気回路図である。
【図５Ａ】図５Ａは、４４直１並（４４ｓ１ｐ）接続とした場合における本発明の実施の
形態１に係る発光装置の平面図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、４４直１並（４４ｓ１ｐ）接続とした場合における本発明の実施の
形態１に係る発光装置の電気回路図である。
【図６Ａ】図６Ａは、比較例１の発光装置におけるＬＥＤ及び封止部材の構成を示す図で
ある。
【図６Ｂ】図６Ｂは、比較例２の発光装置におけるＬＥＤ及び封止部材の構成を示す図で
ある。
【図６Ｃ】図６Ｃは、比較例３の発光装置におけるＬＥＤ及び封止部材の構成を示す図で
ある。
【図７】図７は、本発明の実施の形態２に係る実装基板の平面図である。
【図８Ａ】図８Ａは、８直８並（８ｓ８ｐ）接続とした場合における本発明の実施の形態
２に係る発光装置の平面図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、８直８並（８ｓ８ｐ）接続とした場合における本発明の実施の形態
２に係る発光装置の電気回路図である。
【図９Ａ】図９Ａは、１６直４並（１６ｓ４ｐ）接続とした場合における本発明の実施の
形態２に係る発光装置の平面図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、１６直４並（１６ｓ４ｐ）接続とした場合における本発明の実施の
形態２に係る発光装置の電気回路図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態３に係る照明装置の断面図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態３に係る照明装置と当該照明装置に接続される
周辺部材との外観斜視図である。
【図１２】図１２は、本発明の変形例に係る発光装置の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明
する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、
以下の実施の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接
続形態、工程（ステップ）、工程の順序などは、一例であって本発明を限定する主旨では
ない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独
立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００２８】
　なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
おいて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又
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は簡略化する。
【００２９】
　（実施の形態１）
　まず、本発明の実施の形態１に係る実装基板１及び発光装置２について、図１、図２Ａ
、図２Ｂ、図３Ａ及び図３Ｂを用いて説明する。図１は、本発明の実施の形態１に係る実
装基板の平面図である。図２Ａ及び図２Ｂは、１１直４並接続とした場合における本発明
の実施の形態１に係る発光装置の平面図及び電気回路図である。図３Ａは、図２ＡのＡ－
Ａ’線における断面図である。図３Ｂは、図２ＡのＢ－Ｂ’線における断面図ある。
【００３０】
　図１に示すように、実装基板１は、複数のＬＥＤ（不図示）を所定の発光領域Ｅに実装
するための実装基板であって、基板１０と、給電配線２０と、切り替え配線３０とを備え
る。本実施の形態における実装基板１は、さらに、中継配線２５と、給電端子４０とを備
える。
【００３１】
　発光領域Ｅは、発光装置２の発光部として、基板１０において予め設定された領域であ
る。発光領域Ｅには、ＬＥＤが実装されるとともに封止部材が形成される。図１に示すよ
うに、本実施の形態における発光領域Ｅ（図１において一点鎖線で囲まれる領域）は、円
形となっているが、矩形等のその他の形状であってもよい。本実施の形態において、発光
領域Ｅの形状は、直径１２ｍｍの円形である。
【００３２】
　また、発光領域Ｅには、複数のＬＥＤの各々が実装される位置としてＬＥＤ実装位置５
０ａが設定されている。例えば、複数のＬＥＤ実装位置５０ａは、複数列となるように設
定される。本実施の形態では、図１に示すように、４４箇所のＬＥＤ実装位置５０ａが設
定されている。具体的には、１１個の第１ＬＥＤ５１（図２Ａ）に対応する第１実装位置
５１ａと、１１個の第２ＬＥＤ５２（図２Ａ）に対応する第２実装位置５２ａと、１１個
の第３ＬＥＤ５３（図２Ａ）に対応する第３実装位置５３ａと、１１個の第４ＬＥＤ５４
（図２Ａ）に対応する第４実装位置５４ａとが設定されている。
【００３３】
　図２Ａに示すように、発光装置２は、複数のＬＥＤ５０によって構成されたＬＥＤモジ
ュールであって、基板１０と、給電配線２０と、切り替え配線３０と、ＬＥＤ５０とを備
える。本実施の形態における発光装置２は、さらに、中継配線２５と、給電端子４０と、
封止部材６０と、ワイヤ７０とを備える。つまり、発光装置２は、図１における実装基板
１に、ＬＥＤ５０と封止部材６０とワイヤ７０とが設けられた構成である。
【００３４】
　また、本実施の形態における発光装置２は、基板１０上にＬＥＤ５０としてＬＥＤチッ
プが直接実装されたＣＯＢ構造のＬＥＤモジュールである。以下、実装基板１及び発光装
置２の各構成部材について詳細に説明する。
【００３５】
　［基板］
　基板１０は、ＬＥＤ５０（第１ＬＥＤ５１、第２ＬＥＤ５２、第３ＬＥＤ５３、第４Ｌ
ＥＤ５４）を実装するための実装基板である。基板１０としては、セラミックからなるセ
ラミック基板、樹脂をベースとする樹脂基板、金属をベースとするメタルベース基板、又
は、ガラスからなるガラス基板等を用いることができる。
【００３６】
　セラミック基板としては、アルミナからなるアルミナ基板又は窒化アルミニウムからな
る窒化アルミニウム基板等を用いることができる。樹脂基板としては、例えば、ガラス繊
維とエポキシ樹脂とからなるガラスエポキシ基板、又は、ポリイミド等からなる可撓性を
有するフレキシブル基板等を用いることができる。メタルベース基板としては、例えば、
表面に絶縁膜が形成された、アルミニウム合金基板、鉄合金基板又は銅合金基板等を用い
ることができる。
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【００３７】
　基板１０としては、光反射率が高い（例えば光反射率が９０％以上）白色基板を用いる
ことが好ましい。白色基板を用いることにより、ＬＥＤ５０の光を基板１０の表面で反射
させることができるので、発光装置２の光取り出し効率を向上させることができる。
【００３８】
　本実施の形態では、基板１０としてセラミック基板を用いている。セラミック基板は、
樹脂基板と比べて熱伝導率が高く、ＬＥＤ５０の熱を効率よく放熱させることができる。
また、セラミック基板は経時劣化が小さく、耐熱性にも優れている。
【００３９】
　より具体的には、基板１０として、アルミナ粒子を焼成させることによって構成された
例えば厚みが１ｍｍ程度の白色の多結晶アルミナ基板（多結晶セラミック基板）を用いる
ことができる。
【００４０】
　また、基板１０は、一例として矩形状の基板を用いることができる。基板１０の一辺の
長さは、例えば１０ｍｍ～１００ｍｍとすることができる。本実施の形態では、１辺の長
さが２０ｍｍの正方形の基板を用いている。
【００４１】
　なお、基板１０の形状は、矩形状に限るものではなく、円形や五角形以上の多角形、三
角形、楕円形、その他の形状のものを用いることができる。また、仕様（製品）に応じて
、長尺状の矩形基板を用いてもよい。
【００４２】
　［ＬＥＤ］
　図２Ａに示すように、発光装置２では、基板１０における所定の発光領域Ｅに、複数の
ＬＥＤ（発光素子）５０が実装される。複数のＬＥＤ５０の各々は、複数のＬＥＤ実装位
置５０ａ（図１参照）の各々に実装される。本実施の形態では、４４個のＬＥＤ５０が実
装されている。ＬＥＤ５０の実装ピッチは、例えば０．７ｍｍ～３．０ｍｍとすることが
できる。
【００４３】
　複数のＬＥＤ５０は、直列接続された複数の第１ＬＥＤ（第１発光素子）５１と、直列
接続された複数の第２ＬＥＤ（第２発光素子）５２とを含む。本実施の形態では、図２Ａ
に示すように、複数のＬＥＤ５０は、さらに、直列接続された複数の第３ＬＥＤ（第３発
光素子）５３と、直列接続された複数の第４ＬＥＤ（第４発光素子）５４とを含む。
【００４４】
　つまり、複数のＬＥＤ５０は、複数の直列接続体（直列ＬＥＤ素子群）で構成されてお
り、図２Ａに示すように、本実施の形態では、複数の第１ＬＥＤ５１が直列接続されてな
る第１直列接続体５１Ｌと、複数の第２ＬＥＤ５２が直列接続されてなる第２直列接続体
５２Ｌと、複数の第３ＬＥＤ５３が直列接続されてなる第３直列接続体５３Ｌと、複数の
第４ＬＥＤ５４が直列接続されてなる第４直列接続体５４Ｌとによって構成されている。
なお、図２Ａ及び図２Ｂに示すように、各直列接続体において、第１ＬＥＤ５１、第２Ｌ
ＥＤ５２、第３ＬＥＤ５３及び第４ＬＥＤ５４は、それぞれ１１個ずつ割り当てられてい
る。
【００４５】
　また、各直列接続体において直列接続された複数のＬＥＤ５０のうちの少なくともいく
つかは、素子列として直線状に配列されているとよい。
【００４６】
　図２Ａに示すように、本実施の形態では、第１直列接続体５１Ｌにおける複数の第１Ｌ
ＥＤ５１の全てが、１つの第１素子列として直線状に配列されている。同様に、第２直列
接続体５２Ｌにおける複数の第２ＬＥＤ５２の全てが、１つの第２素子列として直線状に
配列されている。
【００４７】
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　一方、第３直列接続体５３Ｌにおける複数の第３ＬＥＤ５３は、２つの第３素子列（８
個と３個）に分割されて、各々の素子列において直線状に配列されている。同様に、第４
直列接続体５４Ｌにおける複数の第４ＬＥＤ５４は、２つの第４素子列（８個と３個）に
分割されて、各々の素子列において直線状に配列されている。
【００４８】
　このように、本実施の形態では、４つの直列接続体のうち２つの直列接続体が２つの素
子列に分割されているので、分割された素子列を接続するために２本の中継配線２５が形
成されている。
【００４９】
　また、本実施の形態において、隣り合うＬＥＤ５０は、ワイヤ７０によって直接接続さ
れている。すなわち、隣り合うＬＥＤ５０は、Ｃｈｉｐ－ｔｏ－Ｃｈｉｐによってワイヤ
ボンディングされている。具体的には、複数の第１ＬＥＤ５１同士、複数の第２ＬＥＤ５
２同士、複数の第３ＬＥＤ５３同士（一部を除く）及び複数の第４ＬＥＤ５４同士（一部
を除く）は、ワイヤ７０によって接続されている。
【００５０】
　なお、ＬＥＤ５０の接続方法は、Ｃｈｉｐ－ｔｏ－Ｃｈｉｐに限らない。例えば、隣り
合うＬＥＤ５０の間ごとに導電性のランド（配線）を設けて、当該ランドとＬＥＤ５０と
を順次ワイヤボンディングしてもよい。但し、Ｃｈｉｐ－ｔｏ－Ｃｈｉｐによって接続し
た方が、ＬＥＤ５０を容易に高集積化することができるので、小型の発光装置を容易に実
現できる。
【００５１】
　各ＬＥＤ５０（第１ＬＥＤ５１、第２ＬＥＤ５２、第３ＬＥＤ５３、第４ＬＥＤ５４）
は、半導体発光素子の一例であって、所定の電力により発光する。本実施の形態において
、複数のＬＥＤ５０は、いずれも単色の可視光を発するベアチップであり、例えば、通電
されれば青色光を発する青色ＬＥＤチップが用いられる。青色ＬＥＤチップとしては、例
えば中心波長が４４０ｎｍ～４７０ｎｍの窒化ガリウム系の半導体発光素子を用いること
ができる。より具体的には、青色ＬＥＤチップであるＬＥＤ５０は、サファイア基板と、
サファイア基板上に積層された複数の窒化物半導体層と、窒化物半導体層の上面に設けら
れたアノード電極（ｐ側電極）及びカソード電極（ｎ側電極）とを有する。
【００５２】
　また、各素子列において、ＬＥＤ５０は同じ向きで配置されている。つまり、各素子列
において、ＬＥＤ５０は、アノード電極（ｐ側電極）とカソード電極（ｎ側電極）とが交
互に位置するように配置される。
【００５３】
　さらに、本実施の形態では、素子列同士におけるＬＥＤ５０が同じ向きとなるように配
置されている。具体的には、第１素子列（１１個の第１ＬＥＤ５１）と、第２素子列（１
１個の第２ＬＥＤ５２）と、第３素子列（８個の第３ＬＥＤ５３）と、第４素子列（８個
の第４ＬＥＤ５４）とにおいて、互いにＬＥＤ５０が同じ向きとなるように配置されてい
る。
【００５４】
　このように配置される複数のＬＥＤ５０は、切り替え配線３０及びワイヤ７０によって
、直列接続もしくは並列接続又は直列接続及び並列接続の組み合わせ接続となるように電
気的に接続される。
【００５５】
　本実施の形態において、複数のＬＥＤ５０は、直列接続体単位で並列接続又は直列接続
となるように接続されている。具体的には、第１直列接続体５１Ｌ、第２直列接続体５２
Ｌ、第３直列接続体５３Ｌ及び第４直列接続体５４Ｌが、互いに並列接続となったり、互
いに直列接続となったりする。
【００５６】
　なお、基板１０上の複数のＬＥＤ５０は、Ｖｆが同じものを用いるとよいが、個々のＬ
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ＥＤ５０のＶｆは多少ばらついていてもよく、直列接続されたＬＥＤ５０の各直列接続体
全体におけるＶｆ合計（トータルＶｆ）が所定のばらつき内に収まればよい。具体的には
、第１直列接続体５１Ｌ、第２直列接続体５２Ｌ、第３直列接続体５３Ｌ及び第４直列接
続体５４Ｌの各トータルＶｆが、所定のばらつき内に抑えられた略同一の値になっている
とよい。
【００５７】
　［給電配線、中継配線］
　給電配線２０は、ＬＥＤ５０を発光させるための電力を、基板１０に実装されたＬＥＤ
５０に供給するための配線である。本実施の形態における給電配線２０は、互いに分離し
て形成された第１給電配線２１と第２給電配線２２とによって構成されている。
【００５８】
　また、中継配線２５は、同一直列接続体において、隣り合う２つのＬＥＤ５０の一方か
ら他方に電力を中継するための配線である。中継配線２５は、給電配線２０と分離して形
成されている。
【００５９】
　給電配線２０（第１給電配線２１、第２給電配線２２）及び中継配線２５は、例えば、
Ａｇ（銀）、Ｃｕ（銅）又は金（Ａｕ）等の金属材料からなる金属配線であり、基板１０
に所定形状で形成されている。なお、給電配線２０及び中継配線２５としては、銀を母材
金属として金メッキ処理が施された金属配線を用いることもできる。本実施の形態におい
て、給電配線２０及び中継配線２５は同じ材料によって構成されており、同じ工程で同時
にパターン形成されている。
【００６０】
　給電配線２０は、絶縁膜８０によってその上面及び側面が被覆されている。同様に、中
継配線２５も同様に絶縁膜８０によって被覆されている。絶縁膜８０は、例えば、ガラス
材からなるガラス膜（ガラスコート膜）又は絶縁樹脂材からなる絶縁樹脂被膜（樹脂コー
ト膜）等である。絶縁樹脂被膜としては、反射率が９８％程度の高反射率の白レジスト膜
を用いることができる。給電配線２０及び中継配線２５を絶縁膜８０で被覆することによ
って、基板１０の絶縁性（耐圧）を向上させることができるとともに、給電配線２０及び
中継配線２５の金属酸化を抑制できる。
【００６１】
　なお、本実施の形態において、図３Ａ及び図３Ｂに示すように、絶縁膜８０は、ワイヤ
７０が接続される箇所（接続パッド）を除いて配線（給電配線２０、中継配線２５及び切
り替え配線３０）の上面及び側面のみに形成されており、基板１０の表面には形成されて
いない。
【００６２】
　また、給電配線２０の一端部は、給電端子４０と電気的に接続されている。具体的には
、第１給電配線２１の一端部が第１給電端子４１と接続されており、第２給電配線２２の
一端部が第２給電端子４２と接続されている。
【００６３】
　一方、給電配線２０の他端部は、ＬＥＤ５０（第１ＬＥＤ５１、第２ＬＥＤ５２、第３
ＬＥＤ５３、第４ＬＥＤ５４）と電気的に接続される。これにより、ＬＥＤ５０には、給
電配線２０を介して所定の電流が供給される。
【００６４】
　本実施の形態において、第１給電配線２１及び第２給電配線２２の各々は、第１直列接
続体５１Ｌ（第１ＬＥＤ５１）、第２直列接続体５２Ｌ（第２ＬＥＤ５２）、第３直列接
続体５３Ｌ（第３ＬＥＤ５３）及び第４直列接続体５４Ｌ（第４ＬＥＤ５４）に向かって
４つに分岐されている。第１給電配線２１及び第２給電配線２２の各々の４つの他端部は
、第１直列接続体５１Ｌ、第２直列接続体５２Ｌ、第３直列接続体５３Ｌ及び第４直列接
続体５４ＬにおけるＬＥＤ５０とワイヤ７０によって接続可能となっている。つまり、第
１給電配線２１及び第２給電配線２２の各々の４つの他端部は、各直列接続体のＬＥＤ５
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０とワイヤボンディングできるように、当該ＬＥＤ５０と近接して形成されている。
【００６５】
　第１給電配線２１及び第２給電配線２２の４つの他端部の各々には、ワイヤ７０が接続
されるワイヤ接続部（ワイヤボンディングパッド）である接続パッド（第２接続パッド）
２０ａが設けられている。
【００６６】
　また、本実施の形態において、中継配線２５は２つ形成されている。一方の中継配線２
５は、第３直列接続体５３Ｌにおいて、８個の第３ＬＥＤ５３からなる第３素子列と３個
の第３ＬＥＤ５３からなる第３素子列とを直列に接続している。他方の中継配線２５は、
第４直列接続体５４Ｌにおいて、８個の第４ＬＥＤ５４からなる第４素子列と３個の第４
ＬＥＤ５４からなる第４素子列とを直列に接続している。また、中継配線２５の両端部の
各々には、ワイヤ７０が接続されるワイヤ接続部（ワイヤボンディングパッド）である接
続パッド（第３接続パッド）２５ａが設けられている。
【００６７】
　給電配線２０の接続パッド２０ａは、給電配線２０の導電部（金属）が露出している部
分（図１のハッチング部分）である。同様に、中継配線２５の接続パッド２５ａは、中継
配線２５の導電部（金属）が露出している部分（図１のハッチング部分）である。つまり
、接続パッド２０ａ及び２５ａは、給電配線２０及び中継配線２５の上に絶縁膜８０が形
成されていない部分であって、絶縁膜８０の開口部が形成された領域に対応する。
【００６８】
　［切り替え配線］
　切り替え配線３０は、複数のＬＥＤ５０の電気的な接続を並列又は直列に切り替えるた
めの配線（直並列切り替え用配線）である。切り替え配線３０は、金属材料からなる金属
配線であり、給電配線２０及び中継配線２５と同様の材料を用いることができる。本実施
の形態において、切り替え配線３０は、給電配線２０及び中継配線２５と同じ材料によっ
て構成されており、給電配線２０及び中継配線２５と同じ工程で同時にパターン形成され
ている。なお、切り替え配線３０は、給電配線２０及び中継配線２５と分離して形成され
ている。
【００６９】
　図１に示すように、切り替え配線３０は、所定の発光領域Ｅに形成されている。つまり
、切り替え配線３０は、発光領域Ｅの内側に形成されており、発光領域Ｅの外側には形成
されていない。
【００７０】
　本実施の形態において、切り替え配線３０は、第１切り替え配線３１、第２切り替え配
線３２及び第３切り替え配線３３の３つの配線によって構成されている。第１切り替え配
線３１、第２切り替え配線３２及び第３切り替え配線３３は、互いに分離して形成されて
いる。
【００７１】
　また、切り替え配線３０の一端部は、一の素子列（直列接続体）における先頭若しくは
最後尾のＬＥＤ５０に接続することができ、切り替え配線３０の他端部は、他の素子列に
おける最後尾若しくは先頭のＬＥＤ５０に接続することができる。
【００７２】
　例えば、ＬＥＤ５０の電気的な接続状態を表す直列接続体については、図１、図２Ａ及
び図２Ｂにおいて、各直列接続体におけるＬＥＤ５０のうち第１給電配線２１に接続され
るＬＥＤ５０を先頭のＬＥＤとし、各直列接続体におけるＬＥＤ５０のうち第２給電配線
２２に接続されるＬＥＤ５０を最後尾のＬＥＤとする。なお、本実施の形態では、第１給
電端子４１が低圧側（マイナス側）の電極端子であり、第２給電端子４２が高圧側（プラ
ス側）の電極端子であるので、先頭側とはＬＥＤ５０のカソード側であり、最後尾側とは
ＬＥＤ５０のアノード側である。また、ＬＥＤ５０の物理的な配置を示す各素子列につい
ては、最も左側に位置するＬＥＤ５０を先頭のＬＥＤとし、最も右側に位置するＬＥＤ５



(12) JP 2015-122377 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

０を最後尾のＬＥＤとする。
【００７３】
　この場合、第１切り替え配線３１の一端部（左側端部）は、第２素子列（第２直列接続
体５２Ｌ）における先頭の第２ＬＥＤ５２にワイヤ７０によって接続することができ、第
１切り替え配線３１の他端部（右側端部）は、第１素子列（第１直列接続体５１Ｌ）にお
ける最後尾の第１ＬＥＤ５１にワイヤ７０によって接続することができる。
【００７４】
　図２Ｂに示すように、本実施の形態では、１１直４並の接続であるので、第１切り替え
配線３１の一端部（左側端部）及び他端部（右側端部）は、どのＬＥＤ５０にも接続され
ておらず、電気的に浮い状態になっている。つまり、第１切り替え配線３１には電流が流
れない。
【００７５】
　同様に、第２切り替え配線３２の一端部（左側端部）は、第１素子列（第１直列接続体
５１Ｌ）における先頭の第１ＬＥＤ５１にワイヤ７０によって接続することができ、第２
切り替え配線３２の他端部（右側端部）は、第３素子列（第３直列接続体５３Ｌ）におけ
る最後尾の第３ＬＥＤ５３にワイヤ７０によって接続することができる。
【００７６】
　図２Ｂに示すように、本実施の形態では、１１直４並の接続であるので、第２切り替え
配線３２の一端部（左側端部）及び他端部（右側端部）は、どのＬＥＤ５０にも接続され
ておらず、電気的に浮い状態となっている。つまり、第２切り替え配線３２にも電流は流
れない。
【００７７】
　同様に、第３切り替え配線３３の一端部（左側端部）は、第４素子列（第４直列接続体
５４Ｌ）における先頭の第４ＬＥＤ５４にワイヤ７０によって接続することができ、第３
切り替え配線３３の他端部（右側端部）は、第２素子列（第２直列接続体５２Ｌ）におけ
る最後尾の第２ＬＥＤ５２にワイヤ７０によって接続することができる。
【００７８】
　図２Ｂに示すように、本実施の形態では、１１直４並の接続であるので、第３切り替え
配線３３の一端部（左側端部）及び他端部（右側端部）は、どのＬＥＤ５０にも接続され
ておらず、電気的に浮い状態となっている。つまり、第３切り替え配線３３にも電流は流
れない。
【００７９】
　切り替え配線３０は、ＬＥＤ５０の素子列の間に形成された直線状の直線部を有する。
具体的には、図２Ａに示すように、第１切り替え配線３１は、第１ＬＥＤ５１からなる第
１素子列と第２ＬＥＤ５２からなる第２素子列との間に直線状に形成された第１直線部を
有する。同様に、第２切り替え配線３２は、第１ＬＥＤ５１からなる第１素子列と第３Ｌ
ＥＤ５３からなる第３素子列との間に直線状に形成された第２直線部を有し、第３切り替
え配線３３は、第２ＬＥＤ５２からなる第２素子列と第４ＬＥＤ５４からなる第４素子列
との間に直線状に形成された第３直線部を有する。
【００８０】
　切り替え配線３０の各直線部（第１直線部、第２直線部、第３直線部）は、各素子列と
並行するように形成されている。つまり、各直線部は、各素子列の配列方向に沿って延設
されている。
【００８１】
　また、切り替え配線３０の直線部は、隣り合う素子列（直列接続体）の間に形成されて
いる。具体的には、第１切り替え配線３１の第１直線部は、第１素子列（第１直列接続体
５１Ｌ）と第２素子列（第２直列接続体５２Ｌ）との間に形成されている。第２切り替え
配線３２の第２直線部は、第１素子列（第１直列接続体５１Ｌ）と第３素子列（第３直列
接続体５３Ｌ）との間に形成されている。第３切り替え配線３３の第３直線部は、第２素
子列（第２直列接続体５２Ｌ）と第４素子列（第４直列接続体５４Ｌ）との間に形成され
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ている。
【００８２】
　各切り替え配線３０の各直線部（第１直線部、第２直線部、第３直線部）は、絶縁膜８
０によって被覆されている。本実施の形態では、図３Ｂに示すように、両端部の接続パッ
ドを除いて切り替え配線３０の上面及び側面が絶縁膜８０によって被覆されている。切り
替え配線３０を絶縁膜８０で被覆することによって、基板１０の絶縁性（耐圧）を向上さ
せることができるとともに、切り替え配線３０の金属酸化及び光吸収を抑制できる。
【００８３】
　各切り替え配線３０の両端部の各々には、ワイヤ７０が接続されるワイヤ接続部（ワイ
ヤボンディングパッド）である接続パッド（第１接続パッド）３０ａが設けられている。
接続パッド３０ａは、切り替え配線３０の導電部（金属）が露出している部分（図１のハ
ッチング部分）である。つまり、接続パッド３０ａは、切り替え配線３０の上に絶縁膜８
０が形成されていない部分であって、絶縁膜８０の開口部が形成された領域に対応する。
【００８４】
　本実施の形態において、切り替え配線３０の端部に設けられた接続パッド３０ａは、給
電配線２０の接続パッド２０ａと、素子列（直列接続体）の先頭又は最後尾のＬＥＤ５０
との間に配置されている。
【００８５】
　この場合、切り替え配線３０の接続パッド３０ａと、給電配線２０の接続パッド２０ａ
と、ＬＥＤ５０とは、直線状に配置されているとよい。これにより、封止部材６０をディ
スペンサーで塗布する際、ディスペンサーノズルを直線状に真っ直ぐ移動させるだけで、
接続パッド２０ａと接続パッド３０とＬＥＤ５０とを一括封止することができる。
【００８６】
　具体的には、図１、図２Ａ及び図２Ｂに示すように、第１切り替え配線３１の一端部（
左側端部）における接続パッド３０ａは、第１給電配線２１の接続パッド２０ａと、第２
素子列（第２直列接続体５２Ｌ）における先頭の第２ＬＥＤ５２との間に配置されている
。一方、第１切り替え配線３１の他端部（右側端部）における接続パッド３０ａは、第２
給電配線２２の接続パッド２０ａと、第１素子列（第１直列接続体５１Ｌ）における最後
尾の第１ＬＥＤ５１との間に配置されている。
【００８７】
　同様に、第２切り替え配線３２の一端部（左側端部）における接続パッド３０ａは、第
１給電配線２１の接続パッド２０ａと、第１素子列（第１直列接続体５１Ｌ）における先
頭の第１ＬＥＤ５１との間に配置されている。一方、第２切り替え配線３２の他端部（右
側端部）における接続パッド３０ａは、第２給電配線２２の接続パッド２０ａと、第３素
子列（第３直列接続体５３Ｌ）における最後尾の第３ＬＥＤ５３との間に配置されている
。
【００８８】
　同様に、第３切り替え配線３３の一端部（左側端部）における接続パッド３０ａは、第
１給電配線２１の接続パッド２０ａと、第４素子列（第４直列接続体５４Ｌ）における先
頭の第４ＬＥＤ５４との間に配置されている。一方、第３切り替え配線３３の他端部（右
側端部）における接続パッド３０ａは、第２給電配線２２の接続パッド２０ａと、第２素
子列（第２直列接続体５２Ｌ）における最後尾の第２ＬＥＤ５２との間に配置されている
。
【００８９】
　［給電端子］
　基板１０には、一対の給電端子４０が設けられている。一対の給電端子４０は、発光装
置２の外部（外部電源）等から所定の電力を受電するための外部接続端子（電極端子）で
ある。一対の給電端子４０は、ＬＥＤ５０を発光させるための直流電力を受電して、給電
配線２０、中継配線２５及び切り替え配線３０を利用して、受電した直流電力を基板１０
上の各ＬＥＤ５０に供給する。
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【００９０】
　図２Ｂに示すように、本実施の形態における発光装置２は１つの電源３に接続されてい
る。つまり、第１直列接続体５１Ｌ（第１ＬＥＤ５１）、第２直列接続体５２Ｌ（第２Ｌ
ＥＤ５２）、第３直列接続体５３Ｌ（第３ＬＥＤ５３）及び第４直列接続体５４Ｌ（第４
ＬＥＤ５４）の各ＬＥＤ５０には、一対の給電端子４０を介して同一の電源３から電力が
供給される。
【００９１】
　また、本実施の形態において、一対の給電端子４０の一方は第１給電端子４１であり、
例えば、低圧側（マイナス側）の接続端子である。一方、一対の給電端子４０の他方は第
２給電端子４２であり、例えば、高圧側（プラス側）の接続端子である。
【００９２】
　図１に示すように、第１給電端子４１及び第２給電端子４２は、例えば、矩形状にパタ
ーン形成された金（Ａｕ）等からなる金属電極（金属端子）とすることができる。つまり
、第１給電端子４１及び第２給電端子４２は、第１給電端子４１及び第２給電端子４２の
導電部（金属）が露出している部分（図１のハッチング部分）であり、第１給電端子４１
及び第２給電端子４２の上には絶縁膜８０が被覆されていない。
【００９３】
　なお、第１給電端子４１及び第２給電端子４２は、ソケット型に構成してもよい。この
場合、第１給電端子４１及び第２給電端子４２は、樹脂製のソケットと、直流電力を受電
するための導電部（導電ピン）とによって構成される。導電部は、基板１０上に形成され
た給電配線２０と電気的に接続される。
【００９４】
　［封止部材］
　図２Ａに示すように、封止部材６０は、ＬＥＤ５０を覆うように基板１０上に形成され
る。ＬＥＤ５０を封止部材６０によって封止することで、ＬＥＤ５０を保護することがで
きる。本実施の形態において、封止部材６０は、所定の発光領域Ｅに形成されている。
【００９５】
　封止部材６０は、各素子列における複数のＬＥＤ５０の一列分を一括封止に直線状に形
成されている。つまり、封止部材６０は、ＬＥＤ５０の並び方向（配列方向）に沿って各
素子列内の全てのＬＥＤ５０を覆うようにして一直線状に形成されている。
【００９６】
　本実施の形態において、封止部材６０は、第１封止部材６１と第２封止部材６２と第３
封止部材６３と第４封止部材６４とによって構成されている。
【００９７】
　第１封止部材６１は、第１直列接続体５１Ｌにおける全ての第１ＬＥＤ５１（第１素子
列）を一括封止するように直線状に形成されている。第２封止部材６２は、第２直列接続
体５２Ｌにおける全ての第２ＬＥＤ５２（第２素子列）を一括封止するように直線状に形
成されている。
【００９８】
　第３封止部材６３は、第３直列接続体５３Ｌにおける第３ＬＥＤ５３を一括封止するよ
うに直線状に形成されている。第４封止部材６４は、第４直列接続体５４Ｌにおける第４
ＬＥＤ５４を一括封止するように直線状に形成されている。なお、第３ＬＥＤ５３及び第
４ＬＥＤ５４は、それぞれ２つの第３素子列と２つの第４素子列となっているので、第３
封止部材６３及び第４封止部材６４の各々は素子列ごとに２つに分割されている。
【００９９】
　また、封止部材６０は、切り替え配線３０の直線部と並行して形成されており、封止部
材６０の長手方向と切り替え配線３０の長手方向とが同じ方向となっている。具体的には
、第１封止部材６１、第２封止部材６２、第３封止部材６３及び第４封止部材６４は、第
１切り替え配線３１、第２切り替え配線３２及び第３切り替え配線３３と並行して形成さ
れている。
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【０１００】
　図２Ａに示すように、第１封止部材６１及び第２封止部材６２は、隣り合う切り替え配
線３０の間に形成されている。具体的には、第１封止部材６１は、第１切り替え配線３１
と第２切り替え配線３２との間に形成されており、第２封止部材６２は、第１切り替え配
線３１と第３切り替え配線３３との間に形成されている。
【０１０１】
　また、図３Ａに示すように、封止部材６０の幅方向の端部は、切り替え配線３０の直線
部の幅方向の端部の上方に位置する。具体的には、第１封止部材６１の幅方向の一方の端
部は、第１切り替え配線３１の直線部の幅方向の一方の端部の上方に位置し、第１封止部
材６１の幅方向の他方の端部は、第２切り替え配線３２の直線部の幅方向の一方の端部の
上方に位置する。また、第２封止部材６２の幅方向の一方の端部は、第１切り替え配線３
１の直線部の幅方向の他方の端部の上方に位置し、第２封止部材６２の幅方向の他方の端
部は、第３切り替え配線３３の直線部の幅方向の一方の端部の上方に位置する。
【０１０２】
　なお、封止部材６０は、ＬＥＤ５０の素子列の数だけ形成されており、本実施の形態で
は、６本形成されている。これは、複数本の封止部材６０が、円形の発光領域Ｅ内に収ま
るように全体として円形にするために各封止部材６０の長さを調整しているためである。
なお、封止部材６０は、全体が円形となるような形態でなくてもよく、発光領域Ｅの形状
に応じた形態で形成すればよい。例えば、発光領域Ｅが矩形状である場合、複数本の封止
部材６０は全体が矩形状となるよう形成すればよい。
【０１０３】
　ここで、封止部材６０（第１封止部材６１、第２封止部材６２、第３封止部材６３及び
第４封止部材６４）は、主として透光性材料からなるが、本実施の形態のようにＬＥＤ５
０の光の波長を所定の波長に変換する必要がある場合、封止部材６０（透光性材料）には
波長変換材が含まれる。この場合、封止部材６０は、波長変換材として蛍光体を含み、Ｌ
ＥＤ５０が発する光の波長（色）を変換する波長変換部材としても機能する。このような
封止部材６０としては、例えば、蛍光体粒子を含有する絶縁性の樹脂材料（蛍光体含有樹
脂）によって構成することができる。蛍光体粒子は、ＬＥＤ５０が発する光によって励起
されて所望の色（波長）の光を放出する。
【０１０４】
　封止部材６０を構成する樹脂材料としては、例えば、シリコーン樹脂を用いることがで
きる。また、封止部材６０には、光拡散材を分散させてもよい。なお、封止部材６０は、
必ずしも樹脂材料によって形成する必要はなく、フッ素系樹脂などの有機材のほか、低融
点ガラスやゾルゲルガラス等の無機材によって形成してもよい。
【０１０５】
　また、封止部材６０に含有させる蛍光体としては、例えば、ＬＥＤ５０が青色光を発光
する青色ＬＥＤチップである場合、白色光を得るために、例えばＹＡＧ（イットリウム・
アルミニウム・ガーネット）系の黄色蛍光体を用いることができる。これにより、ＬＥＤ
５０が発した青色光の一部は、封止部材６０に含まれる黄色蛍光体によって黄色光に波長
変換される。そして、黄色蛍光体に吸収されなかった青色光と、黄色蛍光体によって波長
変換された黄色光とは、封止部材６０内で混色されることにより、封止部材６０から白色
光となって放出される。なお、光拡散材としては、シリカなどの粒子が用いられる。
【０１０６】
　本実施の形態における封止部材６０は、シリコーン樹脂に所定の黄色蛍光体を分散させ
た蛍光体含有樹脂であり、ＬＥＤ５０の素子列ごとにＬＥＤ５０を一括封止するように、
蛍光体含有樹脂をディスペンサによって基板１０の主面に塗布し、その後硬化させること
で形成することができる。このように塗布して形成された封止部材６０は蒲鉾形であり、
図３Ｂに示すように、封止部材６０の長手方向に垂直な断面における形状は、例えば略半
円形である。
【０１０７】
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　このように、封止部材６０を素子列に沿って直線状に塗布することによって、封止部材
６０の断面形状を略半円形にすることができる。これにより、基板１０上の全てのＬＥＤ
５０を一括封止（ベタ塗り）する場合と比べて、光取り出し効率及び放熱特性を向上させ
ることができる。
【０１０８】
　［ワイヤ］
　ワイヤ７０は、隣り合うＬＥＤ５０同士を接続したり、ＬＥＤ５０と給電配線２０とを
接続したり、ＬＥＤ５０と中継配線２５とを接続したりするための導電細線であり、例え
ば金ワイヤである。
【０１０９】
　また、封止部材６０内のワイヤ７０は、封止部材６０の長手方向と同じ方向となるよう
に架張されている。すなわち、各素子列におけるＬＥＤ５０を接続する全てのワイヤ７０
は、平面視したときに同一直線上に位置するように設けられている。なお、ワイヤ７０は
、封止部材６０から露出しないように封止部材６０の中に埋め込まれているとよい。
【０１１０】
　［ＬＥＤの直並切り替え］
　本実施の形態における実装基板１及び発光装置２によれば、ワイヤ７０によって、給電
配線２０をＬＥＤ５０に接続するか、給電配線２０を切り替え配線３０に接続するかによ
って、基板１０上の全てのＬＥＤ５０の電気的な接続を並列又は直列に切り替えることが
できる。この点について、図２Ａ及び図２Ｂとともに、図４Ａ、図４Ｂ、図５Ａ及び図５
Ｂを用いて説明する。
【０１１１】
　図４Ａ及び図４Ｂは、２２直２並接続とした場合における本発明の実施の形態１に係る
発光装置の平面図及び電気回路図である。また、図５Ａ及び図５Ｂは、４４直１並（全直
）接続とした場合における本発明の実施の形態１に係る発光装置の平面図及び電気回路図
である。
【０１１２】
　例えば、４４個のＬＥＤ５０を１１個の直列接続とその４つの並列接続とする場合、図
２Ａ及び図２Ｂに示すように、ワイヤ７０を接続すればよい。
【０１１３】
　具体的には、第１給電配線２１の４つの接続パッド２０ａの各々と４つの直列接続体の
各々の先頭のＬＥＤ５０とを全てワイヤ７０によって接続するとともに、第２給電配線２
２の４つの接続パッド２０ａの各々と４つの直列接続体の各々の最後尾のＬＥＤ５０とを
全てワイヤ７０によって接続すればよい。
【０１１４】
　つまり、１１直４並接続の場合、各切り替え配線３０は、いずれもＬＥＤ５０及び給電
配線２０には接続されていない。この場合、図２Ａ及び図３Ａに示すように、ワイヤ７０
は、切り替え配線３０（接続パッド３０ａ）を跨いでＬＥＤ５０と接続パッド２０ａとを
接続している。なお、図３Ａに示すように、ワイヤ７０と切り替え配線３０（接続パッド
３０ａ）との間には絶縁性の封止部材６０が存在するので、ワイヤ７０と切り替え配線３
０（接続パッド３０ａ）とが短絡することはない。
【０１１５】
　また、４４個のＬＥＤ５０を２２個の直列接続と２つの並列接続とする場合、図４Ａ及
び図４Ｂに示すように、ワイヤ７０を接続すればよい。具体的には、以下のように接続す
ればよい。
【０１１６】
　まず、第１給電配線２１の４つの接続パッド２０ａのうちの２つの接続パッド２０ａに
ついては、第２直列接続体５２Ｌにおける先頭の第２ＬＥＤ５２及び第３直列接続体５３
Ｌにおける先頭の第３ＬＥＤ５３とをワイヤ７０によって、２つの接続パッド２０ａとそ
れぞれ接続する。
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【０１１７】
　さらに、第２給電配線２２の４つの接続パッド２０ａのうちの２つの接続パッド２０ａ
と、第１直列接続体５１Ｌにおける最後尾の第１ＬＥＤ５１及び第４直列接続体５４Ｌに
おける最後尾の第４ＬＥＤ５４とをワイヤ７０によって、２つの接続パッド２０ａとそれ
ぞれ接続する。
【０１１８】
　さらに、第２切り替え配線３２の一方の端部（左側端部）と第１直列接続体５１Ｌにお
ける先頭の第１ＬＥＤ５１とをワイヤ７０によって接続するとともに、第２切り替え配線
３２の他方の端部（右側端部）と第３直列接続体５３Ｌにおける最後尾の第３ＬＥＤ５３
とをワイヤ７０によって接続する。
【０１１９】
　さらに、第３切り替え配線３３の一方の端部（左側端部）と第４直列接続体５４Ｌにお
ける先頭の第４ＬＥＤ５４とをワイヤ７０によって接続するとともに、第３切り替え配線
３３の他方の端部（右側端部）と第２直列接続体５２Ｌにおける最後尾の第２ＬＥＤ５２
とをワイヤ７０によって接続する。
【０１２０】
　また、４４個のＬＥＤ５０を４４個の直列接続と１つの並列接続とする場合（つまり、
４４個全てを直列接続とする場合）、図５Ａ及び図５Ｂに示すように、ワイヤ７０を接続
すればよい。具体的には、以下のように接続すればよい。
【０１２１】
　まず、第１給電配線２１の４つの接続パッド２０ａのうちの１つの接続パッド２０ａと
、第３直列接続体５３Ｌにおける先頭の第３ＬＥＤ５３とをワイヤ７０によって接続する
。
【０１２２】
　さらに、第２給電配線２２の４つの接続パッド２０ａのうちの１つの接続パッド２０ａ
と、第４直列接続体５４Ｌにおける最後尾の第４ＬＥＤ５４とをワイヤ７０によって接続
する。
【０１２３】
　さらに、第１切り替え配線３１の一方の端部（左側端部）と第２直列接続体５２Ｌにお
ける先頭の第２ＬＥＤ５２とをワイヤ７０によって接続するとともに、第１切り替え配線
３１の他方の端部（右側端部）と第１直列接続体５１Ｌにおける最後尾の第１ＬＥＤ５１
とをワイヤ７０によって接続する。
【０１２４】
　さらに、第２切り替え配線３２の一方の端部（左側端部）と第１直列接続体５１Ｌにお
ける先頭の第１ＬＥＤ５１とをワイヤ７０によって接続するとともに、第２切り替え配線
３２の他方の端部（右側端部）と第３直列接続体５３Ｌにおける最後尾の第３ＬＥＤ５３
とをワイヤ７０によって接続する。
【０１２５】
　さらに、第３切り替え配線３３の一方の端部（左側端部）と第４直列接続体５４Ｌにお
ける先頭の第４ＬＥＤ５４とをワイヤ７０によって接続するとともに、第３切り替え配線
３３の他方の端部（右側端部）と第２直列接続体５２Ｌにおける最後尾の第２ＬＥＤ５２
とをワイヤ７０によって接続する。
【０１２６】
　［発光装置の製造方法］
　次に、本発明の実施の形態１に係る発光装置２の製造方法について説明する。
【０１２７】
　まず、図１に示すように、基板１０上に、所定形状の給電配線２０及び切り替え配線３
０と給電端子４０とが形成された実装基板１を用意する。なお、本実施の形態では、基板
１０には中継配線２５も形成されている。
【０１２８】
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　次に、実装基板１のＬＥＤ実装位置５０ａにＬＥＤ５０を実装する。本実施の形態では
、４４個のＬＥＤ５０を実装している。
【０１２９】
　次に、所定の仕様に応じて、基板１０に実装するＬＥＤ５０をどのような直並の接続と
するかを選択し、選択された接続関係となるように、ＬＥＤ５０、給電配線２０及び切り
替え配線３０を、ワイヤ７０によってワイヤボンディングする。具体的には、１１直４並
（図２Ａ及び図２Ｂ）、２２直２並（図４Ａ及び図４Ｂ）、又は、４４直１並（図５Ａ及
び図５Ｂ）のいずれかを選択してワイヤボンディングする。
【０１３０】
　次に、ＬＥＤ５０の素子列ごとにＬＥＤ５０及びワイヤ７０を封止するようにして直線
状の封止部材６０を形成する。これにより、発光装置２を製造することができる。
【０１３１】
　［本発明の作用効果］
　次に、本実施の形態における実装基板１及び発光装置２の作用効果について、本発明に
至った経緯も含めて説明する。
【０１３２】
　発光装置（ＬＥＤモジュール）は、仕向け地（外国等）や用途（製品）、あるいは、法
規や規格等によって、許容動作電圧が異なる等、仕様が異なる。この場合、異なる仕様ご
とに、基板サイズを変更したり、ＬＥＤの配列や接続形態（直列／並列接続）を変更した
り、配線パターンを変更したりしている。このため、ＬＥＤモジュール（基板）が少量多
品種化して高コスト化するという課題がある。
【０１３３】
　ＬＥＤの配列や配線パターンのレイアウトの自由度を高めるために、予めサイズの大き
い基板を用いることが考えられる。しかしながら、発光装置の小型化が要望されている中
で、基板サイズを単純に大きくすることもできない。
【０１３４】
　本発明は、このような知見に基づいてなされたものであり、同一基板上における複数の
ＬＥＤの接続関係（直列接続又は並列接続）を切り替え可能とする切り替え配線を発光領
域内に設けることで、基板サイズを大きくすることなく、複数の異なる仕様に対応できる
ことを見出した。
【０１３５】
　そして、本実施の形態における実装基板１及び発光装置２によれば、基板１０における
所定の発光領域Ｅに実装された複数のＬＥＤ５０と、複数のＬＥＤ５０の電気的な接続を
並列又は直列に切り替えるための切り替え配線３０とを備えており、さらに、切り替え配
線３０が所定の発光領域Ｅに形成されている。
【０１３６】
　これにより、基板１０に実装されたＬＥＤ５０を、直列接続とするか並列接続とするか
直列接続及び並列接続の組み合わせ接続とするかを選択的に切り替えることができる。し
たがって、基板サイズを大きくすることなく、同一基板１０で複数のＬＥＤ５０の直並接
続を切り替えることができるので、複数の異なる仕様に対応可能な実装基板１及び発光装
置２を実現することができる。
【０１３７】
　さらに、本実施の形態における発光装置２によれば、ＬＥＤ５０を実装した後でも、Ｌ
ＥＤ５０の電気的な接続を並列又は直列に切り替えることが可能である。つまり、ワイヤ
７０の架張の仕方で直並の切り替えを行うことができるので、直並の切り替えを行う際に
、ＬＥＤ５０の向き（実装方向）を調整する必要がない。したがって、直並の切り替えを
簡便に行うことができる。
【０１３８】
　また、本実施の形態における発光装置２では、複数のＬＥＤ５０が、各々がいくつかの
ＬＥＤ５０が直列接続されてなる複数の直列接続体として構成されている。
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【０１３９】
　これにより、直列接続体同士の電気的な接続を並列又は直列に切り替えて発光装置２を
製造することで、仕様に応じた所望の直並接続を有する発光装置を実現できる。
【０１４０】
　また、本実施の形態における発光装置２では、複数のＬＥＤ５０が直線状に配列されて
なる素子列が複数設けられており、切り替え配線３０が、隣り合う２つの素子列の間に直
線状に形成された直線部を有する。
【０１４１】
　これにより、ＬＥＤ５０の素子列の間を利用して切り替え配線３０を形成することがで
きるので、小型の発光装置を容易に実現できる。
【０１４２】
　また、本実施の形態における発光装置２では、各素子列における複数のＬＥＤ５０が封
止部材６０によって一括封止されている。
【０１４３】
　これにより、ＬＥＤ５０を個々に封止する場合と比べて、容易に発光装置２を製造する
ことができる。また、基板１０上の全てのＬＥＤ５０を封止する場合と比べて、光の取り
出し効率を向上させることができる。さらに、ＬＥＤ５０を封止部材６０で封止すること
で、ＬＥＤ５０を保護することもできる。
【０１４４】
　また、本実施の形態における発光装置２では、封止部材６０が切り替え配線３０の直線
部と並行して形成されている。
【０１４５】
　これにより、隣り合う封止部材６０の間隔が小さい場合であっても、封止部材６０を基
板１０に塗布したときに、封止部材６０の幅方向の端部が切り替え配線３０の直線部のダ
ム効果によってせき止められる。これにより、隣り合う封止部材６０が接触することを抑
制できるので、所望の配光特性を有する発光装置を実現できる。
【０１４６】
　特に、本実施の形態では、封止部材６０が、隣り合う切り替え配線３０の直線部の間に
形成されている。これにより、封止部材６０を基板１０に塗布したときに、封止部材６０
の幅方向の一方の端部だけではなく幅方向の両端部について、切り替え配線３０の直線部
のダム効果によりせき止めることができる。
【０１４７】
　以下、この切り替え配線３０のダム効果について、図６Ａ～図６Ｃを用いて詳細に説明
する。図６Ａ～図６Ｃは、比較例１～３の発光装置におけるＬＥＤ及び封止部材の構成を
示す図である。
【０１４８】
　照明器具等において、発光装置は、レンズ等の光学部材と組み合わせて用いられる場合
がある。この場合、光学部材との関係で、発光装置における発光領域（発光部）の面積は
、小さくすることが望ましい。このため、ＬＥＤの狭ピッチ化が進んでいる。
【０１４９】
　また、発光装置は、小型化に加えて高光束化も要望されており、基板におけるＬＥＤの
実装数も増加している。この場合、発光装置を光束化するためにＬＥＤの実装数を増やす
と、ＬＥＤが狭ピッチ化する。
【０１５０】
　例えば、図６Ａに示すような発光装置において、封止部材６００の幅Ｗ１を変えずに、
ＬＥＤ５００のピッチ（Ｐ１）を狭くすると、図６Ｂに示すように、封止部材６００の側
部に窪みが発生して封止部材６００の形状が崩れれてしまい、配光特性が劣化する。
【０１５１】
　これは、ＬＥＤ５００のピッチが小さくなると（Ｐ２＜Ｐ１）、ワイヤ７００に封止部
材６００が寄ってしまうからであると考えられる。つまり、封止部材６００（樹脂）のチ
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クソ性（粘性）によって、ワイヤ７００の下方に封止部材６００（樹脂）が落ちにくくな
ってしまうからであると考えられる。
【０１５２】
　例えば、ＬＥＤ５００のピッチがＰ１＝１．４ｍｍで、封止部材６００の幅（ライン幅
）がＷ１＝１．６５ｍｍの場合に、ＬＥＤ５００のピッチをＰ２＝０．８ｍｍにして、封
止部材６００として蛍光体を含有するシリコーン樹脂を塗布すると、封止部材６００の側
部に窪みが発生した。
【０１５３】
　そこで、図６Ｃに示すように、小ピッチ（Ｐ２）で実装されたＬＥＤ５００を封止する
封止部材６００の幅を広くすることが考えられる（Ｗ２＞Ｗ１）。この場合、封止部材６
００の側部の窪みは発生しなくなるが、逆に、隣り合う封止部材６００が接近してしまい
、配光特性が劣化するという問題がある。さらには、図６Ｃに示すように、隣り合う封止
部材６００が接近しすぎた結果、部分的に接触してしまうこともある。この場合、配光特
性が著しく劣化する。
【０１５４】
　これに対して、本実施の形態における発光装置２では、封止部材６０が切り替え配線３
０の直線部と並行して形成されているので、封止部材６０の幅を広げて隣り合う封止部材
６０の間隔が小さくなったとしても、封止部材６０を基板１０に塗布したときに、封止部
材６０が切り替え配線３０の直線部の高さ（厚み）によるダム効果によってせき止められ
ることになる。つまり、塗布したときの封止部材６０の広がりを、切り替え配線３０によ
って規制することができる。この結果、隣り合う封止部材６０が接触することを抑制でき
るので、所望の配光特性を有する発光装置を容易に実現できる。
【０１５５】
　なお、図３Ｂに示すように、封止部材６０が切り替え配線３０によってせき止められた
結果、封止部材６０の幅方向の端部は、切り替え配線３０の直線部の幅方向の端部の上方
に位置することになる。
【０１５６】
　このように、本実施の形態における発光装置２によれば、発光領域Ｅに形成された切り
替え配線３０を利用して、所望の形状の封止部材６０を形成することができる。これによ
り、所望の配光特性を有する発光装置を容易に実現できる。
【０１５７】
　また、本実施の形態における発光装置２では、図３Ｂに示すように、切り替え配線３０
の直線部が絶縁膜８０によって被覆されている。具体的には、絶縁膜８０は、切り替え配
線３０の直線部の上面及び側面に形成されており、基板１０の表面には形成されていない
。
【０１５８】
　これにより、絶縁膜８０の厚みによって切り替え配線３０における基板１０の表面から
の高さを高くすることができるので、上記のダム効果を向上することができる。したがっ
て、切り替え配線３０によって封止部材６０を一層容易にせき止めることができる。さら
に、切り替え配線３０を絶縁膜８０で被覆することによって、基板１０の絶縁性（耐圧）
を向上させることができるとともに、切り替え配線３０の劣化を抑制できる。
【０１５９】
　また、本実施の形態における発光装置２では、ＬＥＤ５０を封止する封止部材６０に波
長変換材が含まれている。
【０１６０】
　これにより、ＬＥＤ５０が発する光の波長を所望の波長に変換することができるので、
封止部材６０から出射する光を所望の色の光にすることができる。なお、本実施の形態で
は、封止部材６０から白色光が出射する。
【０１６１】
　また、本実施の形態における発光装置２では、切り替え配線３０は、一端部が一の素子
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列における先頭又は最後尾のＬＥＤ５０に接続することができ、他端部が他の素子列にお
ける最後尾又は先頭のＬＥＤ５０に接続することができるような形状で形成されている。
つまり、切り替え配線３０は、図１に示すように、一の直列接続体の先頭のＬＥＤ５０に
接続可能に構成されるとともに、他の直列接続体の最後尾のＬＥＤ５０に接続可能に構成
されている。
【０１６２】
　これにより、隣り合う封止部材６０（素子列）の間に直線部が存在するように切り替え
配線３０を形成することができる。したがって、切り替え配線３０の上記ダム効果を容易
に得ることができる。
【０１６３】
　また、本実施の形態における発光装置２では、切り替え配線３０の端部における接続パ
ッド３０ａが、給電配線２０の接続パッド２０ａと、素子列における先頭又は最後尾のＬ
ＥＤ５０との間に配置されている。
【０１６４】
　これにより、給電配線２０の接続パッド２０ａとＬＥＤ５０とをワイヤ７０で接続する
場合であっても、給電配線２０の接続パッド２０ａと切り替え配線３０の接続パッド３０
ａとをワイヤ７０で接続する場合であっても、同一方向にワイヤ７０を架張することがで
きる。これにより、ワイヤボンディングマシンを用いた直並の切り替えを容易に行うこと
ができる。
【０１６５】
　また、本実施の形態における発光装置２では、隣り合うＬＥＤ５０同士はワイヤ７０に
よって接続されている。つまり、ＬＥＤ５０は、Ｃｈｉｐ－ｔｏ－Ｃｈｉｐ接続となって
いる。
【０１６６】
　これにより、ＬＥＤ５０を容易に高集積化することができるので、小型の発光装置を容
易に実現できる。
【０１６７】
　また、本実施の形態における発光装置２では、異なる素子列におけるＬＥＤ５０が同じ
向きで配置されている。
【０１６８】
　これにより、ＬＥＤ５０の向きを揃えることができるので、多量のＬＥＤ５０を実装す
る場合であっても、短時間で実装することができる。
【０１６９】
　また、本実施の形態における発光装置２では、基板１０上のＬＥＤ５０は、同一の電源
から電力が供給される。
【０１７０】
　これにより、仕様に応じて電力の異なる電源に発光装置２が接続される場合であっても
、予め直並を切り替えておくことで、同じ実装基板１で電力の異なる電源に対応すること
ができる。
【０１７１】
　（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２に係る実装基板１Ａ及び発光装置２Ａについて、図７、図
８Ａ、図８Ｂ、図９Ａ及び図９Ｂを用いて説明する。
【０１７２】
　図７は、本発明の実施の形態２に係る実装基板の平面図である。図８Ａ及び図８Ｂは、
８直８並接続とした場合における本発明の実施の形態２に係る発光装置の平面図及び電気
回路図である。図９Ａ及び図９Ｂは、１６直４並接続とした場合における本発明の実施の
形態２に係る発光装置の平面図及び電気回路図である。
【０１７３】
　図７に示すように、本実施の形態に係る実装基板１Ａは、実施の形態１における実装基
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板１と同様に、複数のＬＥＤ５０を所定の発光領域Ｅに実装するための実装基板であって
、基板１０と、給電配線２０と、切り替え配線３０Ａと、中継配線２５と、給電端子４０
とを備える。
【０１７４】
　また、図８Ａに示すように、本実施の形態に係る発光装置２Ａは、実施の形態１におけ
る発光装置２と同様に、基板１０と、給電配線２０と、切り替え配線３０Ａと、ＬＥＤ５
０と、中継配線２５と、給電端子４０と、封止部材６０と、ワイヤ７０とを備える。
【０１７５】
　本実施の形態では、６４個のＬＥＤ５０が用いられており、この６４個のＬＥＤ５０の
電気的な接続を、切り替え配線３０Ａによって直列と並列とを切り替えている。
【０１７６】
　このため、本実施の形態では、給電配線２０、切り替え配線３０Ａ及び中継配線２５の
配線パターンの形状が実施の形態１と異なっている。
【０１７７】
　また、本実施の形態における切り替え配線３０Ａは、第１切り替え配線３１Ａ、第２切
り替え配線３２Ａ、第３切り替え配線３３Ａ及び第４切り替え配線３４Ａの４本によって
構成されている。さらに、本実施の形態では、８つの直列接続体のうち６つの直列接続体
が２つの素子列に分割されているので、中継配線２５を６本形成している。
【０１７８】
　本実施の形態でも、実施の形態１と同様に、切り替え配線３０Ａは、一の直列接続体の
先頭のＬＥＤ５０に接続可能に構成されるとともに、他の直列接続体の最後尾のＬＥＤ５
０に接続可能に構成されている。
【０１７９】
　但し、本実施の形態では、実施の形態１と異なり、切り替え配線３０は、接続パッド３
０ａが同一素子列において隣り合う２つのＬＥＤ５０の間に配置されるように形成されて
いる。
【０１８０】
　なお、本実施の形態における基板１０は、実施の形態１と同じものと用いている。つま
り、１辺の長さが２０ｍｍの正方形の基板を用いている。また、本実施の形態における発
光領域Ｅは、実施の形態１よりも大きく、直径１４．９ｍｍの円形である。
【０１８１】
　このように構成される実装基板１Ａ及び発光装置２Ａでは、実施の形態１と同様に、ワ
イヤ７０によって、給電配線２０をＬＥＤ５０に接続するか、給電配線２０を切り替え配
線３０Ａに接続するかによって、基板１０上の全てのＬＥＤ５０の電気的な接続を並列又
は直列に切り替えることができる。
【０１８２】
　例えば、６４個のＬＥＤ５０を８個の直列接続と８つの並列接続とする場合は、図８Ａ
及び図８Ｂに示すように、ワイヤ７０を接続すればよい。
【０１８３】
　また、６４個のＬＥＤ５０を１６個の直列接続と４つの並列接続とする場合は、図９Ａ
及び図９Ｂに示すように、ワイヤ７０を接続すればよい。
【０１８４】
　以上、本実施の形態に係る実装基板１Ａ及び発光装置２Ａによれば、実施の形態１と同
様の効果が得られる。
【０１８５】
　なお、本実施の形態における発光装置２Ａは、実施の形態１と同様の方法で製造するこ
とができる。
【０１８６】
　（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３に係る照明装置１００について、図１０及び図１１を用い
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て説明する。図１０は、本発明の実施の形態３に係る照明装置（天井埋込型）の断面図で
ある。図１１は、本発明の実施の形態３に係る照明装置と当該照明装置に接続される周辺
部材（点灯装置及び端子台）との外観斜視図である。
【０１８７】
　図１０及び図１１に示すように、本実施の形態に係る照明装置１００は、例えば住宅等
の天井に埋込配設されることにより下方（廊下や壁等）に光を照明するダウンライト等の
埋込型照明装置である。照明装置１００は、上記実施の形態１に係る発光装置２と、基部
１１０及び枠体部１２０を結合してなる略有底筒状の器具本体と、当該器具本体に配置さ
れた、反射板１３０及び透光パネル１４０とを備える。
【０１８８】
　基部１１０は、発光装置２が取り付けられる取付台であるとともに、発光装置２で発生
する熱を放熱するヒートシンクである。基部１１０は、金属材料を用いて略円柱状に形成
されており、本実施の形態ではアルミダイカスト製である。
【０１８９】
　基部１１０の上部（天井側部分）には、上方に向かって突出する複数の放熱フィン１１
１が一方向に沿って互いに一定の間隔をあけて設けられている。これにより、発光装置２
で発生する熱を効率よく放熱させることができる。
【０１９０】
　枠体部１２０は、内面に反射面を有する略円筒状のコーン部１２１と、コーン部１２１
が取り付けられる枠体本体部１２２とを有する。コーン部１２１は、金属材料を用いて成
形されており、例えば、アルミニウム合金等を絞り加工またはプレス成形することによっ
て作製することができる。枠体本体部１２２は、硬質の樹脂材料又は金属材料によって成
形されている。枠体部１２０は、枠体本体部１２２が基部１１０に取り付けられることに
よって固定されている。
【０１９１】
　反射板１３０は、内面反射機能を有する円環枠状（漏斗状の）反射部材である。反射板
１３０は、例えばアルミニウム等の金属材料を用いて形成することができる。なお、反射
板１３０は、金属材料ではなく、硬質の白色樹脂材料によって形成してもよい。
【０１９２】
　透光パネル１４０は、光拡散性及び透光性を有する透光部材である。透光パネル１４０
は、反射板１３０と枠体部１２０との間に配置された平板プレートであり、反射板１３０
に取り付けられている。透光パネル１４０は、例えばアクリルやポリカーボネート等の透
明樹脂材料によって円盤状に形成される。
【０１９３】
　なお、透光パネル１４０は設けなくても構わない。透光パネル１４０を設けない構成と
することにより、照明装置としての光束を向上させることができる。
【０１９４】
　また、図１１に示すように、照明装置１００には、発光装置２に点灯電力を給電する点
灯装置１５０と、商用電源からの交流電力を点灯装置１５０に中継する端子台１６０とが
接続される。
【０１９５】
　点灯装置１５０及び端子台１６０は、器具本体とは別体に設けられた取付板１７０に取
付固定される。取付板１７０は、金属材料からなる矩形板状の部材を折り曲げて形成され
ており、その長手方向の一端部の下面に点灯装置１５０が取付固定されるとともに、他端
部の下面に端子台１６０が取付固定される。取付板１７０は、器具本体の基部１１０の上
部に取付固定された天板１８０と互いに連結される。
【０１９６】
　なお、本実施の形態では、実施の形態１における発光装置２を用いたが、実施の形態２
における発光装置２Ａを用いてもよい。
【０１９７】
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　（その他変形例等）
　以上、本発明に係る発光装置、照明装置及び実装基板について、実施の形態に基づいて
説明したが、本発明は、これらの実施の形態に限定されるものではない。
【０１９８】
　例えば、図１２に示すように、隣り合う封止部材６０の間に切り替え配線３０が存在し
ない箇所に、直線状のダミー配線３０Ｂを形成してもよい。ダミー配線３０Ｂは、切り替
え配線３０と同じ材料を用いて形成することができる。但し、ダミー配線３０Ｂにはワイ
ヤ７０が接続されないので、ダミー配線３０Ｂは切り替え配線として機能しない。
【０１９９】
　このように、隣り合う封止部材６０の間に直線状のダミー配線３０Ｂを形成することに
よって、切り替え配線３０と同じダム効果が得られる。つまり、封止部材６０を基板１０
に塗布したときに、封止部材６０の幅方向の端部がダミー配線３０Ｂの直線部のダム効果
によってせき止められる。これにより、切り替え配線３０が存在しない場所であっても、
隣り合う封止部材６０が接触することを抑制できる。したがって、さらに配光特性に優れ
た発光装置を実現できる。
【０２００】
　また、上記の各実施の形態において、発光装置（ＬＥＤモジュール）は、青色ＬＥＤチ
ップと黄色蛍光体との組み合わせとしたが、これに限らない。例えば、演色性を高めるた
めに、黄色蛍光体に加えて、さらに赤色蛍光体や緑色蛍光体を混ぜても構わない。あるい
は、黄色蛍光体を用いずに、赤色蛍光体及び緑色蛍光体を含有する蛍光体含有樹脂を用い
て、これと青色ＬＥＤと組み合わせることによって白色光を放出するように構成すること
もできる。あるいは、異なる色のＬＥＤを組み合わせてもよい。例えば、基板１０に、青
色ＬＥＤチップと赤色ＬＥＤチップとを組み合わせて実装してもよい。
【０２０１】
　また、上記の各実施の形態において、ＬＥＤチップは、青色以外の色を発光するＬＥＤ
チップを用いても構わない。例えば、青色ＬＥＤチップよりも短波長である紫外光を放出
する紫外ＬＥＤチップを用いる場合、主に紫外光により励起されて三原色（赤色、緑色、
青色）に発光する各色蛍光体を組み合わせたものを用いることができる。
【０２０２】
　また、上記の各実施の形態において、波長変換材として蛍光体を用いたが、これに限ら
ない。例えば、波長変換材として、半導体、金属錯体、有機染料、顔料など、ある波長の
光を吸収し、吸収した光とは異なる波長の光を発する物質を含んでいる材料を用いること
ができる。
【０２０３】
　また、上記の各実施の形態において、発光装置（ＬＥＤモジュール）は基板上にＬＥＤ
チップを直接実装したＣＯＢ型の構成としたが、ＳＭＤ（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｕｎｔ　
Ｄｅｖｉｃｅ）型の構成としても構わない。この場合、発光素子として、樹脂製の容器（
パッケージ）と、容器内に配置されたＬＥＤチップと、ＬＥＤチップを覆うように容器内
に形成された封止部材（蛍光体含有樹脂）とを備えるＳＭＤ型のＬＥＤ素子を用いて、こ
のＬＥＤ素子をＬＥＤ５０として基板１０上に複数個実装することによって構成すること
ができる。
【０２０４】
　また、上記の各実施の形態において、発光装置に用いる発光素子としてＬＥＤを例示し
たが、半導体レーザ等の半導体発光素子、又は、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎ
ｅｓｃｅｎｃｅ）や無機ＥＬ等のＥＬ素子、その他の固体発光素子を用いてもよい。
【０２０５】
　また、上記の実施の形態では、発光装置をダウンライトに適用する例を示したが、これ
に限らない。例えば、上記の実施の形態における発光装置は、スポットライトやベースラ
イト等の他の照明器具（照明装置）、電球形ランプや直管ランプ等の照明用光源、液晶表
示装置等のバックライト光源、複写機等のランプ光源、又は、誘導灯や看板装置等の光源
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にも適用することができる。
【０２０６】
　なお、その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態
や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組
み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
【符号の説明】
【０２０７】
　１、１Ａ　実装基板
　２、２Ａ、２Ｂ　発光装置
　３　電源
　１０　基板
　２０　給電配線
　２０ａ、２５ａ、３０ａ　接続パッド
　２１　第１給電配線
　２２　第２給電配線
　２５　中継配線
　３０、３０Ａ　切り替え配線
　３０Ｂ　ダミー配線
　３１、３１Ａ　第１切り替え配線
　３２、３２Ａ　第２切り替え配線
　３３、３３Ａ　第３切り替え配線
　３４Ａ　第４切り替え配線
　４０　給電端子
　４１　第１給電端子
　４２　第２給電端子
　５０、５００　ＬＥＤ（発光素子）
　５０ａ　ＬＥＤ実装位置
　５１ａ　第１実装位置
　５２ａ　第２実装位置
　５３ａ　第３実装位置
　５４ａ　第４実装位置
　５１　第１ＬＥＤ（第１発光素子）
　５１Ｌ　第１直列接続体
　５２　第２ＬＥＤ（第２発光素子）
　５２Ｌ　第２直列接続体
　５３　第３ＬＥＤ（第３発光素子）
　５３Ｌ　第３直列接続体
　５４　第４ＬＥＤ（第４発光素子）
　５４Ｌ　第４直列接続体
　６０、６００　封止部材
　６１　第１封止部材
　６２　第２封止部材
　６３　第３封止部材
　６４　第４封止部材
　７０、７００　ワイヤ
　８０　絶縁膜
　１００　照明装置
　１１０　基部
　１１１　放熱フィン
　１２０　枠体部
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　１２１　コーン部
　１２２　枠体本体部
　１３０　反射板
　１４０　透光パネル
　１５０　点灯装置
　１６０　端子台
　１７０　取付板
　１８０　天板

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図９Ａ】 【図９Ｂ】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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